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半導体関連事業

15

引き続き海外ベンダーの検査計測装置・ソフトウェアを
発掘し、底堅い需要のある国内の研究開発市場へ販売
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関連事業新規仕入先や、直接販売
業者の取り込みで仕入先
を拡大

確実な需要のある研究開
発用途の検査計測装置に
特化していく

仕入先・販売先のポジション 製品のポジション
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研究開発用途への特化

18

不況時でも（不況時こそ）最先端開発を推進する企業が多い

①商品生産用途の場合
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②最先端開発用途の場合
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開発用途の限定的マーケットでも当社のビジネス規模では十分なレベル
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世界の地域別市場予測
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WSTS日本協議会資料より

2010年は過去最高の市場規模の26兆4千億円、

2009年から2012年まで年平均成長率12.3％、2012年には市場規模は28兆5千億円
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製品別市場予測世界の半導体
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2010年はフラッシュ/DRAMのメモリー市場は約30％、無線通信用（携帯電話）半導体は

過去最高の19％、車載用半導体は12％、パワー半導体は8%、民生用半導体も17%の成長
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2009年から2010年は2倍以上の伸び、特に韓国・台湾の伸びがずば抜け
ている。市場規模は2兆7千億円超/年（2010年予測）へ。

世界での半導体製造装置需要2009 - 2011

SEMI 2010 資料より

世界地域別半導体製造装置需要予測

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2009 2010 2011

十
億

ド
ル

その他

中国

韓国

ヨーロッパ

台湾

日本

北米

188%
Up

111%
Up



http://www.noah-corp.com/

2009年から2010年は80%成長、2010年から2012年にかけては微増
ながら約1.46兆円市場/年（2012年予測）へ

日本製半導体製造装置需要2010

SEAJ 2010 資料より
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2009年から2010年は2倍に急成長、2010年から2012年にかけては
２ケタ台をキープ、約5500億円市場/年（2012年予測）へ

日本国内での半導体製造装置需要2010
※日本製＆海外製装置

SEAJ 2010 資料より
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半導体デバイス＆技術トレンド

 超微細化技術 ： <2xnmレベルの開発

 リソグラフィ技術（EUVL技術の確立）
 低消費電力デバイスの開発

 低電圧駆動デバイスの開発 <1.0V～1.1V
 設計技術

 DFM技術の確立（タイミングマージンの減少） ⇒ tau-Metrix
 プロセス技術

 High-kゲート絶縁膜技術の確立 ⇒ ReVera
 Low-k層間絶縁膜技術の確立

 超微細化、低電圧駆動デバイスへの計測・評価・解析技術 ⇒ ReVera & tau-
Metrix
 ４５０ｍｍウェーハへの対応
 SIP技術 ： 3次元実装技術

 TSV (Through Silicon Via)技術の確立 ⇒ 代理店検討中
 パワー半導体デバイス

 SiCデバイスの大口径化
 次世代配線材料技術

 超伝導材料
 カーボンナノチューブ
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半導体製造装置＆技術トレンド

 <2xnmレベル露光技術
 数Åレベル各種薄膜の成膜技術
 数msecレベル高温加熱技術
 <3xnmサイズパーティクル洗浄技術
 <2xnmレベル高選択比微細穴加工と配線技術
 Si基板貫通穴高速加工と埋め込み技術
 ３次元モジュールインテグレーション技術
 ３次元Chip実装・パッケージング技術
 Chip切断面の高品質加工技術
 上記各プロセス後の検査・測定技術
 上記装置の工場内での効率運用、モニタリング技術、etc
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ノア半導体事業‐商品①
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COMPOSITION THICKNESS

HfO2 / 
HfSiON
SiO(N)

N% SiO(N
)

HfO2(Hf / O2)% / (Hf / 
Si)%

GATE 
DIELECTRIC 

STACK

Comprehensive performance for HKMG technologies
49 Point wafer maps  |  In-line, direct measurement  |  Configurable output

Angstrom
s

0

100 

0

100

%

VeraFlex™ II 
Production Metrology 

System
First, ReVera enabled high-k metal gate 
(HKMG) development.
Now, VeraFlex II sets the metrology 
standard for HKMG production 
applications. 

High-k/Metal Gate対応極薄膜測定装置
4xnm世代から本格採用が始まるHigh-K/Metal Gateスタックに

おいて従来の光学的測定手法ではもはや追随できない極薄膜
の膜厚、組成、Doseの精密測定ニーズをこの装置では１回の測

定で可能にします

The Materials Metrology™ Company
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tau-Metrix/PBM (Performance Based Metrology)
 非接触で、ウェーハ上のリングオシレータの発振周波数が測定可能

 ウェーハ面内やIn-dieでのトランジスターのパフォーマンス（動作速度）のバラツキをチャートで出力

ノア半導体事業‐商品②

t-Metrix (TMX)
Metrology System

(for Lab or Fab)

Non-contact
Power

Activation

Non-contact 
Signal 

Detection

Test  RO
Structure

On-silicon PBM block (Padless)

+11.4%
-8.0%

xy

 M1層から測定可能
 データ取得が６～１２週間短縮

 プロービングパッド不要の非接触測定
 プロセスへの再投入が可能

 小フットプリントと高スループット
 In-dieでの測定が容易に実現可能
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ノア半導体事業‐今後の戦略

<キーワード>

- ノアのこれまでの強みの継承

- 最先端技術向け

- 検査・計測分野

参照 :現保有しているプロダクトはこのカテゴリー製品

- 現在のプロダクトのターゲットの延長上で今後注目される分野

- Si基板貫通穴高速加工と埋め込み技術

- ３次元モジュールインテグレーション技術
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単位：百万円

ノア半導体事業‐売上利益計画

24％24％18％利益率

12412416利益

52052093売上

FY13FY12FY11
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最新トピックス
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日本エーエム販売部門吸収のお知らせ
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既に以前より業務提携先であった日本エーエム(LED照明
において実績ある)販売部門吸収により
LEDビジネスの垂直立ち上げ→拡大を実現!

日本エーエム日本エーエム

LED販売部門の吸収
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株主還元方針
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配当政策について
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当社は株主の皆様への利益還元を最重要課題のひとつと捉えております。
従って、たびたび損失を計上する現行の事業モデルから安定的に利益計上
を行うための事業モデルへの変革並びに事業領域の拡大に注力することを
最優先事項と位置付けております。
今後は、経営成績及び財務状況の改善に応じて配当等による株主の皆様

への利益還元を検討していく所存でございます。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としており、こ
の剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。
なお、当社は会社法第４５４条第５項の規定により、取締役会の決議によっ

て毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定
めております。
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補足資料
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主要顧客
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半導体関連事業 LED・有機EL関連事業

 東芝セミコンダクター社

 パナソニック㈱

 NECエレクトロニクス㈱

 ルネサステクノロジーズ㈱

 沖電気工業㈱

従来からのノアの代理店

日本エーエムからの移管代理店含む約100社

 - 代表的な代理店 -

 ヤマダ電機、寺岡精工グループ等

東急ファシリティーズ

その他
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主要取扱メーカー
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半導体関連事業 LED・有機EL関連事業

• リベラ社

• タウメトリックス社

スタンレー電気㈱
㈱ビジュアルテクノロジー
㈱共立電機製作所

FAWOO TECHNOLOGY
Projection Lighting

SHTC
HANSUNG ELCOMTEC
TECHSIGN LIGHT PANEL
ROOSTER LIGHTING
AMA Precision
JAE JAE HY
DS LCD
KOCOM
Lei Yueh
サムウォン電子工業
NAVRAY KOREA
セントレードM.E.
NAMYUNG LIGHTING
DIGITAL LIGHT
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当資料は株式会社ノアが作成したものであり内容に関する一切の権
利は当社に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮下さい。

当資料は当社が現在発行している、また将来発行する株式や債券
等の保有を推奨することを目的に作成したものではありません。

また、当資料は当社が信頼できると判断した情報を参考に作成して
いますが当社がその正確性を保証するものではなく、事業計画数値
に関しても今後変更される可能性があることをご了解下さい。


